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DESCRIPCION
Dispositivo de emisién de luz

Campo técnico

La invencion se refiere a un dispositivo de emision de luz que utiliza un chip de LED (Diodo de Emisién de Luz) y a
un procedimiento de fabricacion de éste.

Técnica antecedente

La Publicacion de Solicitud de Patente No Examinada japonesa No. 2001-85748 (en adelante designada como
documento de patente 1) y la Publicacion de Solicitud de Patente No Examinada japonesa No. 2001-148514 (en
adelante designada como documento de patente 2) proponen un dispositivo de emision de luz que comprende un
chip de LED, una tarjeta de circuito impreso que monta el chip de LED, un bastidor metdlico (por ejemplo hecho de
aluminio) que rodea el chip de LED sobre una superficie de la tarjeta de circuito impreso y un miembro de
encapsulacién (por ejemplo hecho de una resina transparente como por ejemplo una resina epoxi y una resina de
silicona) aplicada dentro del bastidor para encapsular el chip de LED y unos hilos de unién conectados al chip de
LED. El bastidor divulgado en los documentos de patente 1y 2 esta conformado presentando un area de abertura
gue resulta mayor cuanto mas se separa de la tarjeta de circuito impreso y termina para presentar una cara interior
del espejo que sirve como un reflector que refleja una luz emitida desde el chip de LED.

Asi mismo, el documento de patente 2 divulga un dispositivo de emision de luz configurado para proyectar un
espectro luminiscente blanco mediante el uso de un chip de LED azul con una luminiscencia azul y un material
fluorescente amarillento, el cual es dispersado en una resina transparente que encapsula el chip de LED azul para
proyectar la emision de luz de color blanco mediante la luz procedente del chip de LED azul.

Cuando se utiliza una resina de epoxi como material del miembro de encapsulacion en el dispositivo de emision de
luz, los hilos de unién pueden ser cortados cuando son sometidos a una prueba de ciclo térmico (prueba de ciclo de
temperatura) de repeticion de un periodo de temperatura baja de menos 40° C y un periodo de temperatura alta de
80° C de forma alternativa, debido a la expansién térmica de un motivo térmicamente conductor montado sobre un
sustrato de una tarjeta de circuito impreso en el entorno de alta temperatura. Asi mismo, cuando se utiliza como
material del miembro de encapsulacion, la resina de epoxi muestra solo una alterabilidad a la intemperie mas baja
que la de la silicona.

Por otro lado, cuando se utiliza una resina de silicona, como material del miembro de encapsulacion en el dispositivo
de emision de luz, puede impedirse que los hilos de unidn sean cortados en el periodo de temperatura alta de la
prueba del ciclo de temperatura debido a que el miembro de encapsulacion es gelatinoso y elastico. Sin embargo,
dado que un coeficiente de extension lineal de la resina de silicona, el cual es un material del miembro de
encapsulacion, es mas de 10 veces que el de un aluminio que es un material del bastidor, pueden generarse vacios
dentro del miembro de encapsulacion debido a una diferencia en el coeficiente de expansion lineal entre la resina de
silicona y el aluminio.

Asi mismo, en el dispositivo de emision de luz, aunque la emisidon de luz procedente del chip de LED puede
aplicarse por fuera del miembro de encapsulacién de manera eficaz por medio del bastidor con una cara interior
espejada, se produce el fallo de provocar una pérdida de luz resultante de la reflexion de la luz sobre la cara interior
del bastidor.

Ademas, en el dispositivo de emisiéon de luz, de acuerdo con el documento de patente 1, cuando una lente que
controla una orientacion de la luz emitida desde el chip de LED se dispone entre el miembro de encapsulacion y el
bastidor, una salida de luz puede reducirse debido a una desviacién en un eje geométrico 6ptico entre el chip de
LED vy la lente derivada de la imprecision dimensional del bastidor y de la lente o de la colocacién imprecisa de
éstos.

El documento de patente 2 divulga, asi mismo, el dispositivo de emision de luz en el que el miembro de
encapsulacion de emision de LED vy los hilos de unién conectados a aquél, estan configurados para presentar su
porciéon conformada en una lente convexa. Sin embargo, el miembro de encapsulacion es probable que se haye
expuesto, a partir de una fuerza interna, a desarrollar un esfuerzo transmisible al chip de LED y a los hilos de unién.
El esfuerzo transmitido posiblemente actla para alterar una caracteristica luminiscente del chip de LED y romper los
hilos de union o provocar la transferencia de la humedad externa al chip de LED.

En el documento JP 2000269555 se divulga un LED de tipo de montaje de servicio, el cual suprime el
envejecimiento del material de conversién de la longitud de onda impidiendo que los materiales de conversion de
longitud de onda resulten afectados por los rayos ultravioletas procedentes del exterior. Esto se consigue mezclando
los materiales de conversion de longitud de onda en un cuerpo de techo de primera razén, y el material absorbente
de ultravioleta se mezcla con un cuerpo de techo de tercera razén, el cual esta fuera del cuerpo de techo de primera
razoén. El documento JP 2005101393 divulga una lampara de LED en la que una capa de resina es aplicada
mediante una presion positiva de tal manera que una presion negativa que provoca el encogimiento de dicha capa
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debido a la reduccion de la temperatura exterior es compensada por la presion positiva afiadida de antemano. El
documento EP 0 976 589 Al divulga un diodo de luminiscencia con una lente poliesférica y una base cilindrica que
cubre el diodo. Un compuesto polimérico esta dispuesto entre la lente y el diodo. El documento DE 199 38 053 Al
divulga una encapsulacion éptica estable para diodos de emisién de luz, en la que el chip semiconductor de emisién
de luz esta dispuesto en una cavidad constituida por una cubierta que comprende una capa exterior dura (por
ejemplo vidrio) y una capa de silicona interior débil.

Divulgacién de la invencion

La presente invencién ha sido realizada teniendo en cuenta el problema expuesto y tiene como objetivo la provision
de un dispositivo de emisién de luz y un procedimiento de fabricacion del mismo capaz de mejorar una salida de luz
asi como su fiabilidad.

Este objetivo se consigue mediante un dispositivo de iluminacién de acuerdo con la reivindicacion 1 y por un
procedimiento de acuerdo con la reivindicacion 7. Las reivindicaciones 2 a 6 y 8, 9 se refieren a realizaciones
especificamente ventajosas del dispositivo de iluminacion de la reivindicacion 1 y al procedimiento de la
reivindicacion 7.

El dispositivo de emisién de luz de la presente invencion comprende un chip de diodo de emisién de luz (LED), un
sustrato de montaje sobre el cual el chip de LED esta montado, un miembro de encapsulacion fabricado con un
material de resina de encapsulacion para encapsular un chip de LED y una lente moldeada a partir de una resina
transparente. La lente presente un rebajo encarado hacia una superficie del sustrato de montaje y esté fijada sobre
el sustrato de montaje, de tal manera que el miembro de encapsulacion se ajusta dentro del rebajo.

Con el uso de la lente hecha de resina transparente rodeando el miembro de encapsulacion, puede reducirse una
diferencia en el coeficiente de expansion lineal en el miembro de encapsulacién y los materiales que lo rodean en
contraste con un esquema convencional en el que un soplete para metales se utiliza para rodear el miembro de
encapsulacién. De acuerdo con ello, el dispositivo de emisién de luz puede suprimir la generacién de vacios dentro
del miembro de encapsulacién en un periodo de temperatura baja de una prueba de ciclo térmico, permitiendo
mejorar su fiabilidad. Mediante la cobertura del miembro de encapsulacion, la lente hecha de la resina transparente
puede reducir una pérdida de reflexion para mejorar la salida de luz, en comparacion con el soplete para metales
del esquema convencional. La lente fabricada con resina transparente puede reducir componentes o partes y reducir
al minimo la salida de luz debida a la desviacion de un eje geométrico dptico entre el chip de LED y la lente.

El dispositivo de emision de luz de la presente invencién incluye un miembro de conversion de color que comprende
un material fluorescente excitado por una luz procedente del chip de LED para emitir una luz de color diferente de un
color luminiscente del chip de LED. En este caso, puede obtenerse un color mezclado (por ejemplo luz de color
blanco) mediante una mezcla de las luces emitidas desde el chip de LED y el material fluorescente.

El miembro de conversién de color esta dispuesto para cubrir la lente, de tal manera que se constituya una capa de
aire entre el miembro de conversion de color y una superficie de salida de luz de la lente.

En este caso, al no estar en intimo contacto con la lente, el miembro de conversion de color asegura que se evite un
rendimiento reducido que en otro caso vendria provocado por la imprecision dimensional del miembro de conversion
de color o por su posicion imprecisa, y suprime la transferencia de esfuerzos desde el miembro de conversion de
color en respuesta a una fuerza externa dentro de éste sobre el chip de LED a través de la lente del miembro de
encapsulacién. Debido a la presencia de un espacio entre el miembro de conversion de color y la lente, se permite
que la lente pase a través de él solo una pequefia fraccion de la difusion de luz desde las particulas fluorescentes
situadas dentro del miembro de conversion de color después de ser emitidas desde el chip de LED para incidir sobre
el miembro de conversién de color a partir del miembro de encapsulacién y de la lente, proporcionando de esta
manera una eficiencia mejorada de la extraccion de luz al dispositivo y suprimiendo la transferencia de la humedad
externa hacia el chip de LED.

Asi mismo, es preferente que la lente esté conformada para que presente una superficie de salida de luz con una
curvatura convexa, de tal manera que una superficie de contacto entre la superficie de salida de luz y la capa de
aire esta exenta de una reflexion total de luz irradiada desde una superficie de entrada de luz encarada hacia el
miembro de encapsulacion.

En este caso, la luz emitida desde el chip de LED puede facilmente desplazarse hacia el miembro de conversion de
color sin ser afectada por la reflexién total en la superficie de contacto entre la superficie de salida de la luz y la capa
de aire, permitiendo conseguir un elevado flujo de luz.

Es preferente que el miembro de conversion de color tenga una forma abovedada.
En este caso, es posible reducir la uniformidad del color.

De modo preferente, el sustrato de montaje comprende una placa termoconductora constituida por un material
termoconductor y un sustrato dieléctrico apilado sobre la placa termoconductora, estando el sustrato dieléctrico,

3



10

15

20

25

30

35

40

45

ES 2374927713

provisto, sobre su superficie opuesta a la placa termoconductora de un par de motivos de conexién para la
respectiva conexion eléctrica con los electrodos del chip de LED. El sustrato dieléctrico presenta una abertura
pasante dentro de la cual el chip de LED es montado sobre la placa termoconductora con un miembro de
submontaje planar interpuesto entre ellos. EI miembro de submontaje presenta un tamafio mayor que el chip de
LED y acopla térmicamente el chip de LED a la placa termoconductora con el fin de aliviar el esfuerzo aplicado sobre
el chip de LED debido a una diferencia del coeficiente de expansion lineal entre el chip de LED y la placa
termoconductora.

En este caso, el miembro de submontaje actla para irradiar eficazmente un calor, generado en el chip de LED, a
través del miembro de submontaje y de la placa termoconductora, y alivia el esfuerzo aplicado sobre el chip de LED
debido a la diferencia en el coeficiente de expansion lineal entre el chip de LED y la placa termoconductora.

De modo preferente, el miembro de submontaje esta disefiado para que tenga un grosor tal que una superficie del
chip de LED encarada hacia el miembro de submontaje esté separada de la placa termoconductora por una
distancia mayor que la existente entre la placa termoconductora y un borde del miembro de conversién de color
opuesto al sustrato de montaje.

En este caso, la luz emitida desde el lado lateral del chip de LED puede impedir que se fugue a través de una union
entre el miembro de conversién de color y el sustrato de montaje.

Un procedimiento de fabricacién del dispositivo de emision de luz es preferente que incluya las siguientes etapas:

(a) la etapa de cubrir el chip de LED con un primer material de resina de encapsulacion no endurecido, el cual
se convierte en una parte del miembro de encapsulacion, después de la etapa de montaje del chip de LED
sobre el sustrato de montaje;

(b) la etapa de verter en el rebajo de la lente un segundo material de resina de encapsulacién no endurecido,
material que es el mismo que el primero y se convierte en la otra parte del miembro de encapsulacion, y la
etapa de montaje del chip de LED sobre el sustrato de montaje, de tal manera que el chip de LED cubierto
con el primer material de resina de encapsulacién se ajuste dentro del rebajo;

(c) la etapa de endurecer cada uno de los primero y segundo materiales de resina de encapsulacion para
constituir el miembro de encapsulacion.

Con este procedimiento, el miembro de encapsulacion puede dificilmente resultar afectado por la generaciéon de
vacios en el proceso de fabricacion.

De modo preferente, la lente esta conformada por un orificio de inyeccion para verter el material de resina de
encapsulacién dentro del rebajo y, asi mismo, con un orificio de descarga para descargar el exceso del material de
resina de encapsulacion.

Asi mismo, el procedimiento de fabricacion del dispositivo de emisién de luz de la presente invencion puede incluir
las siguientes etapas:

(a) la etapa de fijar la lente sobre el sustrato de montaje, de tal manera que el chip de LED se ajuste dentro
del rebajo de la lente, después de la etapa de montaje del chip de LED sobre el sustrato de montaje;

(b) la etapa de llenar el rebajo de la lente con el material de resina de encapsulacion no endurecido a través
del orificio de inyeccion de la lente;

(c) la etapa de endurecer el material de resina de encapsulacion para forma el miembro de encapsulacion.

Asl mismo, con este procedimiento, el miembro de encapsulacion puede a duras penas verse afectado por la
generacioén de vacios en el proceso de fabricacion.

Ademas, el procedimiento de fabricacion del dispositivo de emisidn de luz puede incluir las siguientes etapas:

(a) la etapa de cubrir el chip de LED con el primer material de resina de encapsulacion no endurecido el cual
se convierte en una parte del miembro de encapsulacion, después de la etapa de montaje del chip de LED
sobre el sustrato de montaje;

(b) la etapa de fijar la lente sobre el sustrato de montaje, de tal manera que el chip de LED cubierto con el
primer material de resina de encapsulacion se ajuste dentro del rebajo de la lente;

(c) la etapa de llenar el rebajo de la lente a través de un orificio de inyeccién con la lente con el segundo
material de resina de encapsulacién no endurecido, que es el mismo material que el primero y se convierte en
la otra parte del miembro de encapsulacién;
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(d) la etapa de endurecer cada uno de dichos primero y segundo materiales de resina de encapsulacion para
formar el miembro de encapsulacién.

Con este procedimiento, el miembro de encapsulaciéon puede a duras penas verse afectado por la generacion de los
vacios en el proceso de fabricacion.

Breve descripcién de los dibujos

La FIG. 1 es una vista en seccion transversal de un dispositivo de emision de luz de acuerdo con una primera
forma de realizacion de la invencion.

La FIG. 2 es una vista en perspectiva en despiece ordenado del dispositivo de emision de luz referido con una
porcion cortada.

La FIG. 3 es una vista en planta de una parte esencial del dispositivo de emision de luz referido.

La FIG. 4 es una vista en perspectiva de un miembro de submontaje utilizado en el dispositivo de emision de
luz referido.

La FIG. 5A es una vista en planta de un sustrato dieléctrico utilizado en el dispositivo de emisién de luz
referido.

La FIG. 5B es una vista en seccion transversal del sustrato dieléctrico referido tomada a lo largo de la linea A
-B-C-DdelaFIG. 5A.

La FIG. 5C es una vista desde abajo parcialmente cortada del sustrato dieléctrico referido de la FIG. 5A.
La FIG. 6A es una vista explicativa de una parte esencial del dispositivo de emisién de luz referido.
La FIG. 6B es una vista explicativa de una parte esencial del dispositivo de emisién de luz referido.

La FIG. 7 es una vista explicativa que ilustra un procedimiento de fabricacion del dispositivo de emision de luz
referido-

La FIG. 8 es una vista explicativa que ilustra un procedimiento de fabricacion del dispositivo de emision de luz
referido.

La FIG. 9 es otra configuracion de un dispositivo de emisién de luz.

La FIG. 10 es una vista en seccion transversal de un dispositivo de emision de luz de acuerdo con una
segunda forma de realizacion.

La FIG. 11 es una vista explicativa que ilustra un procedimiento de fabricacion del dispositivo de emisién de
luz referido.

La FIG. 12 es una vista en seccion transversal de un dispositivo de emision de luz de acuerdo con una tercera
forma de realizacion.

Mejor modo de llevar a cabo la invencién

A continuacién, se analizara la invencion con detalle con referencia a los dibujos adjuntos.

(Primera forma de realizacién)

Tal y como se muestra en las FIGS. 1 a 3, el dispositivo de emision de luz 1 de la presente forma de realizacion
incluye un chip de LED 10, un sustrato de montaje 20 sobre el cual esta montado el chip de LED 10, y un miembro
de encapsulacion 50 elastico y constituido por un material de resina de encapsulacion para encapsular el chip de
LED 10 y unos hilos de union 14 conectados al chip de LED 10, una lente 60 constituida por un material de resina
transparente, un miembro de conversion de color con forma abovedada 70 montado sobre el sustrato de montaje 20
para cubrir una superficie de salida de luz 60b de la lente 60. EI miembro de conversion de color 70 esta moldeado
a partir de un material transparente y de un material fluorescente que es excitado por una luz procedente del chip de
LED 10 para emitir una luz de un color diferente de un color luminiscente del chip de LED 10. La lente de luz 60
presenta un rebajo 40 encarado hacia una superficie del sustrato de montaje 20, y esta fijada sobre el sustrato de
montaje 20, de tal manera que el miembro de encapsulacion 50 se ajusta dentro del rebajo 40. EI miembro de
conversion de color 70 esta dispuesto para cubrir la lente 60 de tal manera que una capa de aire 80 se constituye
entre el miembro de conversién de color 70 y la superficie de salida 60b de la luz de la lente 60.

El dispositivo de emision 1 de la presente forma de realizacion esta adaptado en uso, por ejemplo, como una fuente
de luz de un aparato de iluminacion, y esta montado sobre un cuerpo metalico 100 del aparato (por ejemplo, un
metal con una alta conductividad térmica, como por ejemplo Al, Cu) a través de una capa dieléctrica 90 constituida,
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por ejemplo, por una lamina verde. Cuando es montada sobre el cuerpo metalico 100 del aparato, una resistencia
térmica procedente del chip de LED 10 hacia el cuerpo 100 puede rebajarse para mejorar la capacidad de
disipacién térmica. Asi mismo, dado que puede limitarse una elevacién de temperatura en la zona de unién del chip
de LED 10, puede disponerse de una energia de entrada incrementada para proporcionar una salida con luz de gran
intensidad. Debe destacarse, en conexion con ello, que, cuando el dispositivo de emisién de luz 1 es utilizado para el
aparato de iluminacién, una pluralidad de dispositivos de emision de luz 1 pueden ser montados sobre el cuerpo
metdlico 100 del aparato con el fin de obtener una potencia pretendida de luz de salida estando los dispositivos de
emision 1 conectados en serie en paralelo entre si.

El sustrato de montaje 20 incluye una placa metdlica (placa termoconductora) 21 constituida por un material
termoconductor y un sustrato dieléctrico 22 constituido por una placa de epoxi de vidrio (FR4) y superpuesto sobre la
placa metalica 21. Aunque la placa metdlica 21 estd hecha de Cu en la presente forma de realizacion, puede estar
hecha con otro metal que presente una conductividad térmica relativamente alta, como por ejemplo Al. La placa
metalica 21 esta fijada al sustrato dieléctrico 22 por medio de una capa de metal conjugativa 25 (véase la FIG. 1y la
FIG. 5B, la FIG. 5C) la cual estd hecha de un material metdlico (en la presente forma de realizacion Cu) depositado
sobre la superficie del sustrato dieléctrico 22 opuesto a la placa metalico 21.

El sustrato diélectrico 22 incluye un par de motivos de conexién 23 acoplados eléctricamente a ambos electrodos (no
mostrados) del chip de LED 10 sobre una superficie opuesta a la placa metdlica 21, y esta conformado con una
abertura pasante 24 situada en una posicién correspondiente al chip de LED 10.

El chip de LED 10 estd montado sobre la placa metalica 21 con un miembro de submontaje 30 interpuesto entre
ellos por dentro de la abertura pasante 24: El miembro de submontaje estd conformado como una placa rectangular
gue esta dimensionada para ser mayor que el chip de LED 10 y acopla térmicamente el chip de LED 10 a la placa
metalica 21 con el fin de aliviar un esfuerzo aplicado sobre el chip de LED 10 debido a una diferencia en el
coeficiente de expansion lineal entre el chip de LED 10 y la placa metalica 21. Un calor generado en el chip de LED
10 es transmitido a la placa metalica 21 no a través del sustrato dieléctrico 22. El miembro de submontaje 30 ofrece
unas prestaciones termoconductoras para irradiar el calor generado en el chip de LED 10 hacia la placa metélica 21
a lo largo de un area mas amplia que el tamafio del chip de LED 10. Dado que el chip de LED 10 esta asi montado
sobre la placa metalica 21 con el miembro de submontaje 30 interpuesto entre ellos en la presente forma de
realizacién, el calor generado en el chip de LED 10 puede ser irradiado eficazmente a través del miembro de
submontaje 30 y de la placa metélica 21 al tiempo que esta disefiado para aliviar el esfuerzo aplicado sobre el chip
de LED 10 debido a la diferencia en el coeficiente de expansion lineal entre el chip de LED 10 y la placa metdlica 21.

En la forma de realizacion, aunque el AIN se adopta como material del miembro de submontaje 30 debido a su
conducitividad térmica relativamente alta y a su eficacia aislante, el material del miembro del submontaje 30 no esta
limitado al AIN, y puede ser un material (por ejemplo SiC compuesto, Si, o similares), que presente un coeficiente de
expansioén térmica lineal relativamente proximo al del sustrato eléctricamente conductor 11 hecho de 6H-SiC, y una
conductividad térmica relativamente alta.

Asi mismo, el miembro de submontaje 30 incluye una pelicula reflectante (por ejemplo un laminado de pelicula de Ni
y de pelicula de Ag) constituida alrededor de un motivo conductor 31 para reflejar la luz emitida desde el chip de
LED 10.

Cada motivo de conexion 23 esta dispuesto como un laminado de pelicula de Cu, una pelicula de Niy una pelicula
de Ag. Una capa de resistencia 26 (véase la FIG. 1y la FIG. 5A, la FIG. 5B) constituida por una resina blanquecina
esta superpuesta por una superficie del sustrato dieléctrico 22 alejada de la placa metdlica 21 para cubrir cada
motivo de conexion 23. La placa de resistencia 26 esta conformada en el centro con una abertura circular 26a en un
centro con el fin de exponer las conexiones internas 2a de cada motivo de conexion 23, y en sus esquinas,
respectivamente, con unas aberturas circulares 26b con el fin de exponer las conexiones externas 23b de cada uno
de los motivos de conexion 23.

El chip de LED 10 es un chip de LED a base de azul de GaN que emite una luz azul. El chip de LED 10 incluye el
sustrato eléctricamente conductor 11 hecho de un SiC de tipo n eléctricamente conductor que presenta un reticulo
constante y una estructura cristalina mas préxima a las del GaN que el zafiro. Constituida sobre la superficie
principal del sustrato eléctricamente conductor 11 se encuentra una parte de emision de luz 12 la cual esta hecha
de un material semiconductor a base de GaN y se obtiene mediante un crecimiento epitaxial (por ejemplo un
proceso MOVPE) para presentar una estructura laminada, por ejemplo una estructura doble hetero. Un electrodo
catédico (electrodo tipo n) (no mostrado) esta constituido sobre el lado trasero del sustrato eléctricamente conductor
11 como electrodo del lado del catodo. Un electrodo catddico (electrodo tipo p) (no mostrado) esta constituido sobre
la superficie (la superficie mas delantera de la superficie principal del sustrato conductor 11) de la parte de emision
de luz 12 como electrodo del lado del &nodo. En resumen, el chip de LED presenta el electrodo anddico sobre una
de sus superficies y el electrodo catodico sobre la otra de las superficies. El miembro de submontaje 30 presenta el
motivo conductor 31 sobre una superficie encarada sobre el chip de LED 10 (tal y como se muestra en la FIG. 4). El
chip de LED 10 presenta el electrodo catddico eléctricamente en contacto con uno de los motivos de conexién 23 a
través del motivo conductor 31 y a través de los hilos de unién 14 (por ejemplo un hilo delgado de oro, un hilo
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delgado de aluminio y similares) y presenta el electrodo andédico eléctricamente conectado al otro motivo de
conexion 23 a través de los hilos de unién 14.

Aunque el electrodo catédico y el electrodo anddico estan compuestos cada uno por el laminado de pelicula de Niy
de pelicula de Au en la forma de realizacion, los materiales de los electrodos catddicos y de los electrodos anddicos
no estan especialmente limitados, y pueden consistir en un material que presente una propiedad 6hmica satisfactoria
(por ejemplo Aly similares). Asi mismo, la presente forma de realizacion ilustra que el chip de LED 10 esta montado
sobre la placa metélica 21 con la parte de emision de luz 12 del chip de LED 10 mas separada de la placa de
montaje 21 mediante el miembro de submotaje 30 que del sustrato térmicamente conductor 11. Sin embargo, es
igualmente posible montar el chip de LED 10 sobre la placa metdlica 21 situando la parte de emisién de luz 12 mas
préxima a la placa metalica 21 que a la placa eléctricamente conductora 11. Aunque es conveniente separar la parte
de emision de luz 12 de la placa metélica 21 desde un punto de vista de la eficiencia de la extraccion éptica, la
disposicién proxima de la parte de emision de kuz 12 sobre la placa metdlica 21 no incrementa la pérdida de
extraccion optica debido a que el sustrato eléctricamente conductor 11 y la parte de emisién de luz 12 presentan el
indice refractario del mismo nivel en la presente forma de realizacion.

Debe destacarse en conexiéon con ello, que aun el chip de LED 10 y el miembro de submontaje 30 pueden ser
unidos mediante una soldadura, por ejemplo de SnPb, AuSn, SnAgCu, o pasta de plata, son, de modo preferente,
unidos mediante el empleo de una soldadura libre de conexiones, como por ejemplo del AuSn, SnAgCu.

El material de resina de encapsulacion para el miembro de encapsulacién 50 esta hecho de una resina de silicona
en esta forma de realizacion. El material del miembro de encapsulacion 50 no esta limitado al material de silicona,
sino que puede estar hecha de otra resina, por ejemplo una resina acrilica.

La lente 60 es un elemento moldeado con una forma de lente convexa, que presenta la superficie de salida 60b de
la luz con una curva convexa, e incluye el rebajo 40 en la superficie interior, de acuerdo con lo mencionado con
anterioridad. La superficie superior (mostrada en la FIG. 1) del rebajo 40 esto es, una superficie de entrada de luz
60a de la lente 60, esta conformada dentro del plano.

La lente 60 estd moldeada a partir de la resina transparente (esto es, resina de silicio en esta forma de realizacion),
y presenta el mismo indice y coeficiente refractivo de expansién lineal que el miembro de encapsulacion 50. Es
conveniente que la lente 60 esté moldeada a partir de la resina transparente que presente un indice refractivo y un
coeficiente de elasticidad iguales a 0 mayores que las del material de resina de encapsulacién para el miembro de
encapsulacién 50. Por ejemplo, cuando se utiliza una resina acrilica como material de resina de encapsulacion, la
lente 60 puede ser moldeada conjuntamente con la resina acrilica. Asi mismo, es conveniente que el material de
resina transparente de la lente 60 presente el mismo coeficiente de expansion lineal que el material de resina de
encapsulacion.

De modo preferente, la superficie de salida de luz 60b de la lente 60 esté conformada en una superficie convexa de
tal manera que una superficie de contacto entre la superficie de salida de luz 60b y la capa de aire 80 esté libre de
una reflexion total de la luz irradiada desde la superficie de entrada de luz 60a. En esta forma de realizacion la
superficie de salida de luz 60b esta conformada como una parte de una superficie esférica, y la lente 60 esta
dispuesta de tal manera que el centro de la superficie de salida de luz se sitlie sobre una linea que pasa a través de
un centro de la parte de emision de luz 12 a lo largo de la direccién del grosor del chip de LED 10. En otras palabras,
la lente 60 esta dispuesta de tal manera que un eje geométrico optico de la lente 60 coincida con la linea que pasa a
través del centro de la parte de emisién de luz 12 a lo largo de la direccién del grosor del chip de LED 10. Después
de que la luz es dirigida desde el chip de LED 10 y a continuacién recibida en la superficie de entrada de luz 60a de
la lente 60, esta disposicion hace posible que la superficie de contacto entre la superficie de salida de luz 60b y la
capa de aire 80 estén libres de la total reflexiéon de la luz. Por consiguiente, la luz puede facilmente desplazarse
hacia el miembro de conversion de color 70 lo que permite la obtencion de un elevado flujo de la luz.

El medio de conversion de color 70 esta moldeado a partir de una mezcla de un material transparente, por ejemplo
resina de silicona y de un material fluorescente amarillento particulado que es excitado por la luz azul del chip de
LED 10 para emitir una luz amarillenta con un ancho de banda (esto es, el miembro de conversiéon de color 70
incluye un material fluorescente). En el dispositivo de emision de luz 1 de esta forma de realizacion, la luz azul
procedente del chip de LED 10 y la luz procedente del fluorescente de color amarillento son emitidas a través de la
superficie exterior 70b del miembro de conversion de color 70 para obtener luz de color blanco.

El miembro de conversién de color 70 esta fijado en la periferia de su lado de apertura sobre el sustrato de montaje
20 mediante un agente adhesivo (por ejemplo resina de silicona, resina de epoxi) de tal manera que la capa de aire
80 se constituye entre el miembro de conversion de color 70 y la superficie de salida de luz 60b de la lente 60. El
miembro de conversién de color 70 estd conformado para ajustarse a la superficie de salida de luz 60b de la lente
60, de tal manera que una superficie interior 70a del miembro de conversion de color 70 estd separada de la
superficie de salida de luz 60b de la lente 60 por una distancia casi uniforme, y esta configurada para presentar un
grosor de pared constante a lo largo de la entera superficie.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

ES 2374927713

La capa de aire 80 esta constituida entre el miembro de conversidon de color 70 y la lente 60 para reducir la
probabilidad de contacto entre la lente 60 y el miembro de conversién de color 70 transformado por una fuerza
externa aplicada en su interior. De acuerdo con ello, la capa de aire permite que el chip de LED 10y los respectivos
hilos de unién 14 queden libres del esfuerzo generado en el miembro de conversion de color 70 en respuesta a una
fuerza externa y a continuacion transferido a través de la lente 60 y el miembro de encapsulacion 50 conduciendo a
una mejora de la fiabilidad. Asi mismo, con la capa de aire 80 dispuesta entre el miembro de conversion de color 70
y la lente 60, puede ser suprimida la transferencia de la unidad externa hacia el chip de LED 10. Asi mismo, dado
que se situa fuera de un intimo contacto con la lente 60, el miembro de conversion de calor 70 permite asegurar la
evitacion de un rendimiento reducido que, en otro caso, se derivaria de la imprecision dimensional del miembro de
conversién de color 70 o de su colocacion imprecisa. En el dispositivo de emisién de luz 1 de la presente forma de
realizacién, el miembro de conversion de color 70, es finalmente montado, y de esta forma puede ser seleccionado
para que tenga una relacion apropiada del material fluorescente con respecto a la resina transparente en
consonancia con la longitud de onda de la luz procedente del chip de LED 10, suprimiendo con ello una desigualdad
del color de las luces emitidas desde los productos acabados del dispositivo de emision de luz 1. Asi mismo, el
miembro de conversion de color 70 con forma abovedada permite la supresion de las desigualdades de color por
medio de un grosor de color constante del miembro de conversion de color 70.

Debido a la presencia de la capa de aire 80 entre el miembro de conversién de color 70 y la lente 60, se permite que
la lente 60 pase a través de solo una pequefia fraccion de la luz dispersada por las particulas fluorescentes
amarillentas dentro del miembro de conversién de color 70 después de ser emitido desde el chip de LED 10 para
incidir sobre el miembro de color 70 a través del miembro de encapsulacion 50 y de la lente 60, proporcionando de
esta manera una eficacia de extraccion de luz mejorada en el dispositivo.

Con referencia a las FIGS. 6A y 6B, se ofrece una explicacion respecto de una situacion en la que la luz azul
procedente del chip de LED 10 es dispersada en todas las direcciones en un punto central P del miembro de
conversioén de color 70 a lo largo de un eje geométrico éptico alineado con el eje geométrico dptico del chip de LED
10. En esta situacion, la luz es dispersada hacia la cara interior del miembro de conversion de color 70 en un angulo
de dispersion 26a dentro de un cono de escape ECa sobre la superficie inferior 70a, mientras es dispersada hacia la
cara exterior del miembro de conversion de color 70 en un angulo de dispersién 26b dentro de un cono de escape
ECb sobre la superficie exterior 70b. Los angulos de dispersion 26a = 60° y 26b = 98° se cumplen cuando los
angulos de reflexién interna totales ka, kb = 40°, tal y como se muestra en la FIG. 6A, mientras que los angulos de
dispersién de 20a = 76° y 26b = 134° se ofrecen cuando los angulos de reflexién interna totales ka, kb = 50°, tal y
como se muestra en la FIG. 6B. El angulo de reflexién interna total ka se mide en una superficie de contacto entre el
miembro de conversién de color 70 y la caja de aire 80 mientras que el angulo de reflexion interna total kb se mide
en una superficie de contacto entre el miembro de conversién de color 70 y un aire del medio exterior. Cuando se
utiliza el material transparente de refractividad (n) para el miembro de conversién de color 70, una eficiencia de
emision maxima (n) de la luz azul dispersada en el punto P y dirigida a través del cono de escape ECa sobre la cara
interior 70a se expresa como Il = (1/4 n2) x 100 (%). De esta manera, n = 13% cuando se utiliza la resina de silicona
con una retractividad (n) de 1,4 para el material transparente de acuerdo con lo descrito con anterioridad, esto es,
con la interposicion de la capa de aire 80 entre el miembro de conversion de color 70 y de la lente 60, solo un 13%
de la luz azul dispersada en el punto P es reflejada de nuevo hacia la lente 60, frente a ello tanto como un 50% de la
luz azul dispersada en el punto P es reflejada de nuevo hacia la lente 60 en ausencia de la capa de aire. De acuerdo
con ello, se mejora la eficiencia de la extraccion de luz mientras se restringe el deterioro del miembro de
encapsulaciéon 50 debido a la luz azul. Con el fin de reducir la luz azul reflejada de nuevo a través del cono de
escape ECa, el miembro de conversion de color 70 es preferente que tenga un grosor incrementado.

Como material del miembro de conversion de color 70, el material transparente no esta limitado a la resina de
silicona y puede ser otro, como por ejemplo resina acrilica, resina de epoxi y vidrio. Asi mismo, el material
fluorescente mezclado con el material transparente del miembro de conversidon de color 70 no esta limitado al
material fluorescente amarillento. Por ejemplo, puede obtenerse la luz de color blanco mediante una mezcla de otros
materiales fluorescentes, como por ejemplo rojizos o verdosos.

Con el fin de impedir la fuga de la luz emitida desde el lado lateral del chip de LED 10 a través de una unién entre el
miembro de conversion de color 70 y el sustrato de montaje 20 (esto es, impedir que la luz azul procedente del chip
de LED 10 se emita hacia fuera y no a través del miembro de conversion de color 70), es preferente que la
superficie del chip de LED 10 encarada hacia el miembro de submontaje esté mas separada de la placa de metal 21
qgue un borde del miembro de conversién 70 adyacente al sustrato de montaje. Con este fin, la presente forma de
realizacién esta configurada para seleccionar el grosor del miembro de submontaje 30 de tal manera que la
superficie del chip de LED adyacente al miembro de submontaje esté mas separada de la placa metélica que el
borde del miembro de conversidn de color. Con mayor detalle, el miembro de submontaje 30 se ajusta de tal manera
que el fondo del chip de LED 10 esté separado de la superficie de mas arriba (una superficie de la capa de
resistencia 26) del sustrato de montaje 20 en una direccién normal a su plano de superficie.

A continuacion, se efectta una explicacion respecto del procedimiento de fabricacién del dispositivo de emisién 1 de
acuerdo con la presente invencion.
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Tal y como se muestra en la FIG. 7, el dispositivo de iluminacion 1 podria ser fabricado mediante un procedimiento
en el cual el chip de LED 10 fuera, en primer término, conectado a los hilos de unién 14 a continuacion el rebajo 40
de la lente 60 seria llenado con un material de resina de encapsulacién liquido (por ejemplo resina de silicona) 50c
el cual constituye mas adelante el miembro de encapsulacion 50 y, a continuacion, el material de resina de
encapsulacion seria endurecido para constituir el miembro de encapsulacién 50 con la lente 60 mantenida en
posicion con el sustrato de montaje 20. Sin embargo, dicho procedimiento se veria expuesto a la generacion de
vacios en el miembro de encapsulacion 50.

A la vista de ello, el procedimiento de fabricacion de la presente forma de realizacidn es preferente al incluir las
siguientes etapas. En primer lugar el chip de LED 10 es montado sobre el sustrato de montaje 20 para ser
conectado sobre este por medio de los hilos de unién 14, tal y como se muestra en la FIG. 8, y a continuacion, el
chip de LED 10 y los hilos de unién 14 son cubiertos con una primera resina de encapsulacion liquido (no
endurecida) (por ejemplo resina de silicona) 50b la cual se convierte en una parte del miembro de encapsulacion 50
(etapa (a)). A continuacion, un segundo material de resina de encapsulacion liquido (no endurecido) (por ejemplo
resina de silicona 50b el cual esta constituido con el mismo material del primer material de resina de encapsulacion
50a y se convierte en la otra parte del miembro de encapsulacién 50, es inyectado dentro del rebajo 40 de la lente
60 y, a continuacion, la lente 60 es montada sobre el sustrato de montaje 20 de tal manera que el chip de LED 10y
los hilos de union 14 cubiertos con el primer material de resina de encapsulacion endurecido queden confinados en
el rebajo 40 (etapa (b)). Después de ello, cada uno de los materiales de resina de encapsulacién 50a, 50b son
endurecidos para constituir el miembro de encapsulacién 50 (etapa (c)).

Con este procedimiento, el miembro de encapsulaciéon 50 a duras penas puede verse expuesto a la generacion de
vacios en el proceso de fabricacion. El primer material de resina de encapsulacion 50a puede ser endurecido hasta
cierto punto antes de la etapa de verter el segundo material de resina de encapsulacion 50b. En este caso, el vacio
confinado dentro del rebajo es muy probable que salga fuera debido a la viscosidad reducida del primer material de
resina de encapsulacién 50a.

En la presente forma de realizacién, la abertura de forma circular 26a conformada en una parte central de la capa de
resistencia 26 dispuesta sobre el sustrato de montaje 20 esta configurada para que presente un diametro interior que
sea ligeramente mayor que un diametro exterior maximo del miembro de conversién de color 70, y una porcion del
primer material de encapsulacion 50a fluye hacia el interior de la abertura 26a mientras es impregnado para ser
utilizado como adhesivo para fijar el miembro de conversion de color 70 al sustrato de montaje 20.

Dado que la lente 60 hecha de material de resina transparente esta dispuesta para rodear el miembro de
encapsulacién 50, en el dispositivo de emision de luz 1 de la presente forma de realizacién, la generacion de vacio
dentro del miembro de encapsulacion puede ser suprimida en un periodo de temperatura baja de un test de ciclo
térmico para una pequefa diferencia en el coeficiente de expansion lineal entre el miembro de expansion 50 y la
lente 60 permitiendo mejorar la fiabilidad y la salida de luz. La lente hecha de resina transparente puede reducir
componentes y partes y reducir al minimo la salida de luz debido a una desviacién de un eje geométrico éptico entre
el chip de LED 10y la lente 60.

En un ejemplo comparativo, aunque la superficie interior 70a del miembro de conversién de color 70 esta separada
de la superficie de salida de luz 60b de la lente 60 por una distancia casi uniforme, la superficie de salida de luz 60b
de la lente 60 puede parcialmente contactar con la superficie interior 70a del miembro de conversion de color 70, tal
y como se muestra en la FIG. 9. En esta forma de realizacion, la lente 60 esta fijada con una resina gelatinosa, como
por ejemplo resina de silicona. En general, la resina gelatinosa presenta un punto de transicion del vidrio (Tg) bajo, y
seria blanda y reduciria su viscosidad a alta temperatura, esto es, la lente 60 puede desaparecer por una fuerza
externa a alta temperatura, dependiendo del entorno. De acuerdo con ello, se puede impedir que la lente 60,
confinada dentro de un espacio interior del miembro de conversion de color 70 resulte expulsada por medio del
contacto parcial de la lente 60 con el medio de conversion de color 70, tal y como se muestra en la FIG. 9. Con esta
disposicion, el chip de LED se sitla préximo al miembro de conversién de color 70 permitiendo reducir el tamafio de
la parte de emision para la realizacién de la luz de color blanco y, de esta forma, resultando facil disefiar la lente
controlando una orientacion de la luz. Con el fin de conseguir estos efectos, se establece que el huelgo se sitle
entre 0 y 0,1 mm entre la superficie de salida de luz 60b de la lente 60 y la superficie interior 70a del miembro de
conversién de color 70.

(Segunda forma de realizacién)

El dispositivo de emision de luz 1 de la presente forma de realizacién mostrada en la FIG. 10 casi concuerda, en los
componentes fundamentales, con el de la primera forma de realizacién. Los mismos componentes son designados
mediante las mismas referencias numerales, y no se considera necesaria una exposicion repetida.

En esta forma de realizacion, el diametro exterior de la abertura de forma circular 26a constituida en una parte
central de la capa de resistencia 26 se establece que sea ligeramente mayor que el maximo del diametro interior del
miembro de conversion de calor 70, el miembro de conversion de calor 70 estd montado sobre el sustrato de
montaje 20 con su entera circunferencia unido a la periferia de la abertura con forma circular 26a mediante un
agente adhesivo 75.
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El procedimiento de fabricacion del dispositivo de emision de luz en esta forma de realizacion incluye las siguientes
etapas. En primer lugar el chip de LED 10 es montado sobre el sustrato de montaje 20 y el chip de LED 10 es
conectado al sustrato de montaje 20 por medio de los hilos de unién 14 tal y como se muestra en la FIG. 11y, a
continuacion, el chip de LED 10 y los hilos de unién 14 son cubiertos con el primer material de resina de
encapsulacion liquido (no endurecido) (por ejemplo, resina de silicona), el cual se convierte en una parte del
miembro de encapsulacion 50 (etapa (a)). A continuacion, el segundo material de encapsulacion liquido (no
endurecido) 50b, el cual es el mismo que el primer material de resina de encapsulacion 50a y se convierte en la otra
parte del miembro de encapsulacion 50, es llenado dentro del rebajo 40 de la lente 60 y, a continuacion, la lente 60
es montada sobre el sustrato de montaje 20 (etapa (b)). A continuacion, el primer material de resina de
encapsulacion 50a y el segundo material de resina de encapsulacidon 50b son endurecidos para formar el miembro
de encapsulacion 50 (etapa (c)). Por consiguiente, el miembro de conversion de color 70 es fijado al sustrato de
montaje 20 con el agente adhesivo.

En la presente forma de realizacién, la capa de resistencia 26 esta configurada para impedir un flujo hacia fuera del
primer material de resina de encapsulacion 50a hacia la porcion de conexiéon del miembro de conversion de color 70
y facilitar el control del grosor del agente adhesivo (porcién de conexién) 75 entre el miembro de conversion 70 y el
sustrato de montaje 20, dado que el miembro de conversion de color 70 es fijado al borde del sustrato de montaje 20
con el agente adhesivo. Esta disposicion conduce a la mejora de la fiabilidad. Es conveniente que el agente
adhesivo (porcién de conexién) 75 esté hecho del mismo material que el miembro de conversion de color 70.

(Tercera forma de realizacién)

El dispositivo de emision de luz 1 de la presente forma de realizacién mostrada en la FIG. 10 casi concuerda en
cuanto a los componentes fundamentales con el de la primera forma de realizacion. Las mismas partes son
designadas mediante la mismas referencias numerales, y no se considera necesaria una exposicion repetida.

En esta forma de realizacién, la lente 60 esta provista de un orificio de inyeccion 41 para inyectar el material de
resina de encapsulacién dentro del rebajo 40, y un orificio de descarga 42 para descargar un residuo de dicho
material de encapsulacion.

El procedimiento de fabricacion del dispositivo de emisién 1 en esta forma de realizacién incluye las siguientes
etapas. En primer lugar el chip de LED 10 es montado sobre el sustrato de montaje 20 y conectado al sustrato de
montaje 20 con los hilos de unién 14. A continuacion la lente 60 es adherida al sustrato de montaje 20 para disponer
el chip de LED 10 y los hilos de unién 14 dentro del rebajo 40 de la lente (etapa (a)). En segundo lugar el rebajo 40
de la lente es llenado con el material de resina de encapsulacion no endurecido a través del orificio de inyeccion 41
de la lente (etapa (b)). A continuacion, el material de resina de encapsulacion es endurecido para formar el miembro
de encapsulacion 50 (etapa (c)). A continuacién, el miembro de conversién de color 70 es adherido al sustrato de
montaje 20. Con este procedimiento, el miembro de encapsulacion 50 a duras penas puede verse expuesto a la
generacioén de vacios en el proceso de fabricacion.

Asi mismo, el procedimiento de fabricacion del dispositivo de emision de luz es preferente que incluya las siguientes
etapas. En primer lugar, el chip de LED 10 es montado sobre el sustrato de montaje 20, y el chip de LED 10 es
conectado al sustrato de montaje 20 por medio de los hilos de unién 14 y, a continuacion, el chip de LED 10 y los
hilos de union 14 son cubiertos con el primer material de resina de encapsulacion no endurecido, el cual se convierte
en una parte del miembro de encapsulacion 50 (etapa (a)). A continuacion, la lente 60 es adherida al sustrato de
montaje 20 para confinarlo dentro del rebajo del chip de LED 10 y de los hilos de unién 14 los cuales sean cubiertos
con el primer material de resina de encapsulacion endurecido (etapa (d)). A continuacion, el segundo material de
resina de encapsulacién no endurecido 50b, que es el mismo que el del material de resina de encapsulacién 50a y
se convierte en la otra parte del miembro de encapsulacién 50, es llenado dentro del espacio confinado entre el
miembro de conversion de color 70 y el sustrato de montaje 20 a través del orificio de inyeccion 41 de la lente (etapa
(c)). A continuacion, el primer material de resina de encapsulacion, y el segundo material de resina de encapsulacion
son endurecidos para formar el miembro de encapsulacién 50 (etapa (d)). Con este procedimiento, el miembro de
encapsulacion 50 a duras penas puede verse afectado por la generacion de vacios en el proceso de fabricacion.

Aunque cada uno de las formas de realizacion expuestas emplea el chip de LED de luz azul con la luminiscencia
azul como el chip de LED 10 y el sustrato de Sic como sustrato eléctricamente conductor 11, un sustrato de GaN
puede ser utilizado en lugar del sustrato de SiC. El uso del sustrato de SiC y del sustrato de GaN como sustrato de
crecimiento epitaxial permite incrementar la conductividad térmica y reducir su resistencia térmica, en comparacion
con un sustrato de zafiro como sustrato de crecimiento epitaxial dieléctrico. Asi mismo, el color luminiscente del chip
de LED 10 no esta limitado al azul, y puede ser rojo, verde, o de otro color. Es decir, un material de la porcién de
emisién de luz 12 del chip de LED 10 no esta limitado a un compuesto de un material semiconductor a base de
GaN, y puede seleccionarse a partir de un compuesto de material de semiconductor basado en GaAs, basado en
GaP, o similares, dependiendo del color luminiscente del chip de LED 10. Ademas, el sustrato eléctricamente
conductor 11 no esta limitado al sustrato de SiC y puede ser seleccionado, de manera opcional, entre el sustrato de
GaAs, el sustrato GaP, y similares, dependiendo del material del sustrato de emisiéon de luz 12. Asi mismo, debe
destacarse que el miembro de submontaje 30 analizado en cada una de las formas de realizacién expuestas no se
incorpora necesariamente en una circunstancia en la que exista solo la pequefia diferencia del coeficiente de

10
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expansion lineal entre el chip de LED 10 y el sustrato de montaje 20. Asi mismo, el sustrato de montaje 20 puede
estar configurado de manera diferente a la analizada para cada una de las formas de realizacion expuestas.

De acuerdo con lo indicado con anterioridad, es evidente que pueden llevarse a cabo muchas formas de realizacion
qgue difieran ampliamente, de acuerdo con el concepto técnico de la presente invencién y, por consiguiente, la
presente invencion no debe quedar limitada a las formas de realizacion especificas sino en cuanto a lo definido en
las reivindicaciones.

11
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REIVINDICACIONES
1.- Un dispositivo de iluminacién que comprende:
un chip de LED (10);
un sustrato de montaje (20) configurado para montar dicho chip de LED (10) sobre aquél;

un miembro de encapsulacién (50) constituido con un material de resina de encapsulacion para encapsular
dicho chip de LED (10); y

una lente (60) constituida con un material de resina transparente; y

un miembro de conversién de color (70) configurado para contener un material fluorescente, el cual es
excitado por una luz emitida desde dicho chip de LED (10) para emitir una luz de color diferente al de un
color luminiscente de dicho chip de LED (10);

en el que dicha lente (60) esta fijada a dicho sustrato de montaje (20) y esta provista, dentro de su
superficie opuesta a dicho sustrato de montaje (20) de un rebajo (40) para recibir en su interior dicho
miembro de encapsulacion (50) para que dicha lente (60) rodee dicho miembro de encapsulacion (50)

caracterizado porque

dicho miembro de conversiéon de color (70) esta dispuesto sobre dicho montaje de sustrato (20)
para cubrir dicha lente (60), y una capa de aire (80) esta formada entre dicho miembro de
conversién de color (70) y una superficie de salida de luz de dicha lente (60), y una superficie
interior de dicho miembro de color (70) esta separada de dicha superficie de luz (60b) por una
distancia uniforme.

2.- Un dispositivo de iluminacién de acuerdo con lo definido en la reivindicacion 1, en el que

dicha lente (60) tiene una forma convexa, de tal manera que la luz incidente sobre dicha superficie de entrada de luz
(60a) de dicha lente (60) encarada hacia dicho miembro de encapsulacion (50) no ve ninguna reflexion interna total
en una superficie de contacto entre dicha superficie de salida de luz (60b) y dicha capa de aire.

3.- Un dispositivo de iluminacion de acuerdo con lo definido en la reivindicacién 1, en el que
dicho miembro de conversién de color (70) tiene forma abovedada.
4.- Un dispositivo de iluminacion de acuerdo con lo definido en la reivindicacion 1, en el que

dicho sustrato de montaje (20) incluye una placa termoconductora constituida por un material termoconductor, y un
sustrato dieléctrico, el cual esta superpuesto sobre dicha placa termoconductora y esta provisto sobre su superficie
opuesta a dicha placa semiconductora de un par de motivos de conexién para una conexion eléctrica respectiva con
los electrodos de dicho chip de LED (10);

estando dicho sustrato dieléctrico conformado con una abertura pasante en un emplazamiento correspondiente a
dicho chip de LED (10);

estando dicho chip de LED (10) montado dentro de dicha abertura pasante sobre dicha placa termoconductora a
través de un miembro de submontaje planar;

siendo dicho miembro de submontaje mayor que dicho chip de LED (10) y estando configurado para acoplar
térmicamente dicho chip de LED (10) con dicha placa termoconductora mientras alivia un esfuerzo que actia sobre
dicho chip de LED (10) debido a una diferencia de coeficiente de expansién lineal entre dicho chip de LED (10) y
dicha placa termoconductora.

5.- Un dispositivo de iluminacién de acuerdo con lo definido en la reivindicacion 4, en el que

dicho miembro de submontaje presenta un grosor tal que una superficie de dicho chip de LED (10) opuesta a dicho
miembro de submontaje estd mas separada de dicha placa termoconductora que de un extremo de dicho miembro
de conversion de color (70) opuesto a dicho sustrato de montaje (20).

6.- Un dispositivo de iluminacion de acuerdo con lo definido en la reivindicacién 1, en el que

dicha lente (60) esta provista de un orificio de inyeccién para inyectar dicho material de resina de encapsulacién
dentro de dicho rebajo (40), y un orificio de descarga para descargar un residuo de dicho material de resina de
encapsulacion.

12
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7.- Un procedimiento de fabricacién del dispositivo de iluminacién de acuerdo con lo definido en la reivindicacion 1,
comprendiendo dicho procedimiento las etapas de:

10
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(a) el montaje de dicho chip de LED sobre dicho sustrato de montaje y, a continuacién, la lubriciéon de dicho
chip de LED con un primer material de resina de encapsulacion no endurecido que forma una porcion de
dicho miembro de encapsulacion;

(b) la inyeccion de un segundo material de resina de encapsulacion no endurecido dentro de dicho rebajo
de la lente, y la disposicién de dicha lente sobre dicho sustrato de montaje, de tal manera que dicha lente
cubierta por dicho material de resina de encapsulacién es recibido dentro de dicho rebajo, estando dicho
segundo material de resina de encapsulacion constituido por el mismo material que dicho primer material de
resina de encapsulacién para formar el resto de dicho miembro de encapsulacion; y

(c) el endurecimiento de dichos materiales de resina de encapsulacion individuales para formar dicho
miembro de encapsulacion.

8.- Un procedimiento de fabricacion del dispositivo de iluminacion de acuerdo con lo definido en la reivindicacién 7,
comprendiendo dicho procedimiento las etapas de:

(a) el montaje de dicho chip de LED sobre dicho sustrato de montaje y, a continuacion, la fijacion de dicha
lente sobre dicho sustrato de montaje para disponer dicho chip de LED dentro de dicho rebajo;

(b) la inyeccion de un material de resina de encapsulacion endurecido a través de dicho orificio de inyeccion
de dicha lente dentro del rebajo de dicha lente; y

(c) el endurecimiento de dicho material de resina de encapsulacion para formar dicho miembro de
encapsulacion.

9.- Un procedimiento de fabricacion del dispositivo de iluminacion de acuerdo con lo definido en la reivindicacién 7,
comprendiendo dicho procedimiento las etapas de:

(a) el montaje de dicho chip de LED sobre dicho sustrato de montaje y, a continuacion, la cubricién de dicho
chip de LED con un primer material de resina de encapsulacion no endurecido que forma una porcion de
dicho miembro de encapsulacion;

(b) la fijacién de dicha lente a dicho sustrato de montaje, de tal manera que el chip de LED cubierto por
dicho primer material de resina de encapsulacion queda dispuesto dentro de dicho rebajo;

(c) la inyeccion de un segundo material de resina de encapsulacion no endurecido dentro de dicho rebajo
de la lente a través del orificio de inyeccion de dicha lente, estando dicho segundo material de resina de
encapsulacion constituido por el mismo material que dicho primer material de resina de encapsulacion para
formar el resto de dicho miembro de encapsulacion; y

(d) el endurecimiento de dichos materiales de resina de encapsulacion individuales para formar dicho
miembro de encapsulacion.
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